
  

Heater_Controler(etc.)の開発

悩みの種

”PICのお供にRaspberry pi構想”を掲げて開発した
Oscilogi_32で大きく躓いた。



  

TQFPの半田付けが出来ない

開発中の”半田付け支援装置”に望みを託して基板化した。

 チップ・コンデンサ（１６０８）やチップ抵抗（２０１２）なら”半田付け支
援装置”の下で半田付け出来たのだが、肝心なTQFPの半田付けは
上手く出来なかった。



  

何度も練習を重ねた

半田こての温度を変えて色々試してみたがやっぱり上手く行
かない。

半田こての温度を低くする==>半田が流れない

半田こての温度を高くする==>フラックスが蒸発する

これでは引き半田なんて出来やしない！



  

基板のプリヒート

基板をプリヒートする方法を試し、TQFPの半田付けが
出来そうな感触を得た。



  

プリヒータを支援装置に組み込む

半田付け支援装置に組み込むプリヒータについて考えてみた。

＜プリヒータ構想＞

１０ｃｍ角のアルミ板を１００℃程度に加熱する。

必要な熱源は５０W～１００W程度と見込まれる。

商用１００V電源を全波整流し、パワーTrの定電流制御を行う。

温度センサにDS1８B20（-55℃～１２５℃）を用いる。



  

LTSpiceで重要な発見

LTSpiceのシミュレーションで、PIC用の電源回路のパラメータ
を確認した。

ついでに行った定電流回路のシミュレーションで重要な発見を
した。



  

構想が固まる

パワーTrにはSD２３９０-Y（ｈfe15000以上）を2個用いる。

PIC16F１７０５を使い、DAC、OPアンプ、ZCDで定電流制御する。

VR、圧電サウンダ、二つのプッシュSWで操作する。



  

併せてあれこれ開発中

Heater_ControlerとSolder_Controler、そして
Oscilogi_2の開発を始めた。



  

HEFの書き込みで嵌まった

PIC16F1705（ENHANCED MID-RANGE）のFSRはプログ
ラム・メモリとデータ・メモリの両方を読むことが出来る。



  

Erase出来ない？

eraseしてもMPLABが表示するHEFのデータは変わらない



  

ROWバッファはCHAR?

AN1673にHigh-Endurance Flashの使い方が記されている。

以下の四つの違いが紛らわしい。

void FLASH_readBlock (unsigned* buffer, unsigned address, char count); 

void FLASH_write (unsigned address, unsigned data, char latch);

char HEFLASH_readBlock (char* buffer, char radd, char count);

char HEFLASH_writeBlock (char radd, char* buffer, char count);

FLASH_readBlockのバッファは６４バイト必要だが、HEFLASH_readBlockの
バッファは３２バイトで良い。



  

Flash書き込み

 



  

PIC16F1705

１１０円で色々楽しめます！



  

今後の課題

最適な温度条件の見極め

こて先形状の検討

半田付け支援装置への組み込み（？）

引き半田の練習 ==> PIC32MX450F256の半田付け

Oscilogi2のJAVAプログラムの開発

Oscilogi32のJAVAプログラムの開発
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